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摘要(译)

一种方法产生具有至少一个用于电子部件的气密密封的容纳空间的壳
体，该容纳空间包括壳体内部的至少一部分。在该方法中，制造/提供由
玻璃制成并具有至少一个开口的中空体，通过至少一个开口引入至少一
个电子装置，并且通过熔化壳体来密封接收空间，或者在至少一个开口
由激光辐射密封。一种装置具有至少部分气密密封的由硅制成的壳体，
特别是根据上述方法制造的壳体。
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